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Specyfikacja Zdolnosci i Osiagéow
dla Sztywnych Ptyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu Niniejsza specyfikacja ustanawia i definiuje wymagania zdolnosci i osiagow dla wytwarzania
sztywnych plyt drukowanych.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagan dla zdolnosci i osiagow sztywnych plyt drukowanych
opierajacych si¢ na nastgpujacych konstrukcjach i/lub technologiach. Wymagania te maja zastosowanie do gotowych
produktow, chyba ze zostalo to inaczej okreslone:

* Jednostronne, dwustronne ptyty drukowane z otworami lub bez otworéw metalizowanych (PTH).

» Wielowarstwowe ptyty drukowane z otworami PTH, z lub bez zakrytych/ $lepych otworéw / mikrootworéw przelotowych
polaczen miedzywarstwowych.

» Czynne plyty drukowane wbudowanych obwodow pasywnych z rozdzielajacymi ptaszczyznami pojemnosciowymi i/lub
komponentami pojemnosciowymi lub oporowymi.

* Plyty drukowane z metalowym rdzeniem z lub bez zewngtrznej metalowej ramki termicznej, ktére moga by¢ czynne lub
pasywne.

1.2.1 Dokumentacja Dodatkowa [PC-A-600, ktora zawiera rysunki, ilustracje i fotografie, ktore moga pomoc w wizualizacji
dopuszczalnych / niezgodnych stanow dostrzegalnych zewnetrznie i wewngetrznie, moze by¢ uzyta w polaczeniu z tg
specyfikacja dla lepszego, catkowitego zrozumienia zalecen i wymagan.

1.3 Klasyfikacja Osiagéw i Typu

1.3.1 Klasyfikacja Niniejsza specyfikacja ustanawia kryteria dopuszczenia dla klasyfikacji osiggdéw sztywnych plyt
drukowanych opierajac si¢ na wymaganiach klienta i/lub koncowego uzytkownika. Ptyty drukowane sg klasyfikowane
wedtug trzech gtéwnych Klas Osiggdéw zdefiniowanych w IPC-6011.

1.3.1.1 Odstepstwa od Wymagania Wymagania, ktore sg odstepstwem od niniejszych klasyfikacji powinny by¢ uzgodnione
pomiedzy uzytkownikiem i dostawca.

1.3.1.2 Odstepstwa Awioniki Kosmicznej Odstepstwa klasyfikacji osiaggéw awioniki kosmicznej sg podane w Zalaczniku
Zastosowan Kosmicznych IPC-6012DS i majg zastosowanie, kiedy zatacznik jest przywotywany w dokumentacji
dostawcze;.

1.3.2 Typ Plyty Drukowanej Plyty drukowane bez otworéw metalizowanych PTH (Typ 1) i z otworami metalizowanymi
PTH (Typy 2-6) sa klasyfikowane jak nastgpuje i moga zawiera¢ sumatory technologii jak opisano w Tabeli 1-1:

Typ 1—Jednostronna Ptyta Drukowana

Typ 2—Dwustronna Ptyta Drukowana

Typ 3—Wielowarstwowa Ptyta Drukowana bez §lepych lub zakrytych otworéw przelotowych

Typ 4—Wielowarstwowa Ptyta Drukowana ze $lepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi (moga zawieraé
mikrootwory)

Typ 5—Wielowarstwowa Ptyta Drukowana z rdzeniem metalowym bez $lepych lub zakrytych otworéw przelotowych

Typ 6—Wielowarstwowa Plyta Drukowana z rdzeniem metalowym ze §lepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi
(moga zawiera¢ mikrootwory)

1.3.3 Wybor Klasy Osiagow Klasa osiaggoéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji dostawczej.

Dokumentacja dostawcza powinna dostarczy¢ wystarczajace informacje do wytwarzania plyty drukowanej i zapewnié,
ze uzytkownik otrzymuje zadany produkt. Informacje, ktére powinny by¢ zawarte w dokumentacji dostawczej, sa zgodne
z normami [PC-2611 i [PC-2614.






